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(57) Abstract: The invention relates to the wet-chemical treatment of the surfaces (5) of material (6). Itis suitable, in particular, for
= the accelerated treatment of structures as are found, for example, in printed-circuit-board technology. For this purpose, pulse-like jets
(4) of the treatment liquid are produced and directed against the surface of the material. This gives rise to pronounced impact action
~~. against the base of the structures which are to be processed, as a result of which the amount of treatment time which is necessary
is substantially reduced. The pressure-free and accelerated outflow of the treatment liquid from the structure channels in the pauses
between pulses results in the flanks of the structures or circuit-board conductors being subjected to less wet-chemical processing than
o in the prior art, which is a further aim of the invention. Thus, for example, in the case of chemical etching over a given treatment
period, a smaller amount of undercutting takes place or, with the same amount of undercutting taking place, the treatment period can

be substantially reduced.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft das nasschemische Behandeln der Oberflichen (5) von Gut (6). Sie eignet sich
insbesondere zur beschleunigten Behandlung von Strukturen, wie sie z.B. bei der Leiterplattentechnik vorkommen. Hierzu werden
pulsférmige Strahlen (4) der Behandlungsfliissigkeit erzeugt und gegen die Oberfldche des Gutes gerichtet. Dies verursacht eine
verstdrkte Schlagwirkung am Boden der zu bearbeitenden Strukturen, wodurch die erforderliche Behandlungszeit wesentlich verrin-
gert wird. Durch das drucklose und beschleunigte AbflieBen der Behandlungsfliissigkeit aus den Strukturkanélen in den Pulspausen
werden die Flanken der Strukturen oder Leiterbahnen im Vergleich zum Stand der Technik weniger nasschemisch bearbeitet, was ein
weiteres Ziel der Erfindung ist. So erfolgt z.B. beim chemischen Atzen bei gegebener Behandlungszeit ein geringeres Unteritzen,
oder bei gleichem Unterdtzen kann die Behandlungszeit wesentlich verringert werden.



